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特許出願中
MADE IN JAPAN 
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約1μmの段差
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水平力 Fh
※このグラフを使って計算します

水平力 Fh (mN）

水平力 深さ 

水平運動距離 

水滴滴下で安定

深さd(μm）

約0.75μｍのレジスト膜の付着強度Pを測定したグラフ

※垂直力（錘）は10gを使用しました

切削刃による試験の様子

深さd(μm）

水平力 Fh (mN）

マイクロギャップ マイクロギャップ
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界面剥離 界面剥離

付着強度P 付着強度P

レジスト膜１　HDMS処理なし　膜厚1.097μm

Fh値：8.70ｍN

レジスト膜4

レジスト膜1

Fh値：15.45ｍN

2つのFｈ値グラフを重ね合わせると
1.8倍程度の差が確認できます。

レジスト膜4　HDMS処理あり　膜厚1.090μm

Fh値を重ね合わせたグラフ
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電極膜

切込み段階

切削面

被着体分離段階

160μm

0.3mm

0.3mm

200μm

膜厚約13μm

ダイヤ刃

切片

切片

200μm

銅箔面

切片

0.1mm
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